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二、说明、目录、图表目录

2017年全球LED封装行业市场规模达到1,439亿元。目前全球LED封装产业主要集中于中国大陆

、日本、中国台湾地区、美国、欧洲、韩国等国家和地区。根据LEDinside资料，全球排名靠

前的封装企业陆续在我国设厂，并且已经在我国封装市场占有一定的市场份额。目前，中国

已成为全球LED封装行业的最大制造基地。

中国LED封装行业发展初期主要以LED照明封装为主，随着下游LED显示应用以及LED显示封

装技术发展，国内LED显示封装细分行业规模亦不断扩张。根据国家半导体照明工程研发及

产业联盟数据，2018年中国LED封装行业产值约1,000亿元。预计中国LED封装行业产值规模将

保持15.02%的复合增长率，2020年中国封装市场产值预计将达到1,290亿元。

中国LED封装行业企业数量自2010年以来持续攀升并于2014年达到峰值的1,532家；2015年起因

行业竞争加剧，众多中小型封装企业在成本上升、价格下降的双重压力下，逐步退出市场，

中国LED封装行业企业数量持续下降，预计2020年LED封装行业企业数量将会下降至约500家

。

目前中国LED封装行业格局初定，LED封装行业领先企业利用规模、资本优势，进行有效的

资源整合，向上、下游探索布局，市场逐步向领先企业集中。国内领先企业体量持续上升，

在保持各自核心竞争力的基础上，不断丰富业务品种、优化产业链结构。

中企顾问网发布的《2023-2029年中国LED封装市场深度评估与投资战略研究报告》报告中的

资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以

及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业

分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，

是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。
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